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5-in-1 Ein Gerat mit 5 Varianten

Der SVM Il bietet die gleiche Flexibilitat wie seine 5 Vorgédngermodelle.
Er kann sowohl die USP-Methode 1 als auch die USP-Methode 2 priifen
und entweder mit einer oder zwei Teststationen der gleichen Methode

oder einer Kombination aus beiden ausgestattet werden. Der optionale
Wechsel von einer Variante zur anderen kann vom Benutzer innerhalb
weniger Minuten vorgenommen werden. Damit ist der SVM Il der flexibel-
ste Stampfvolumeter, den wir je gebaut haben.

Intelligentes SwitchPlate System

Mit dem innovativen SwitchPlate-System ist der SVM Il so flexibel wie nie
zuvor. Verflgbare SwitchPlates:

USP 1 mit 1 Station

USP 1 mit 2 Stationen

USP 2 mit 1 Station

USP 2 mit 2 Stationen

2-Stationen-Kombination mit USP 1 und USP 2~

Modernes Touchinterface mit TestAssist

Der SVM I wird Uber ein hochaufldsendes Touch-Display mit unserer
modernen ERWEKA Benutzeroberflache gesteuert. Mit dem innovativen
TestAssist wird der Benutzer von Anfang bis Ende durch den Prozess des
Stampfdichte Testens gefiihrt. Der TestAssist berechnet automatisch die
Stampfdichte, den Hausner-Faktor und den Kompressibilitdtsindex - der
Benutzer muss lediglich die Werte vom Zylinder ablesen und bei Auf-
forderung eingeben. Dadurch werden Fehler reduziert und die Ergebnisse
schnellstméglich geliefert.

Der SVM |l ist auBerdem mit der DirectHelp-Funktion ausgestattet, die
auf Tastendruck jederzeit Hilfe und Anleitung bietet.
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SVM Il
Uberblick
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Anzahl an Teststa- : 2 Teststa-
. 1 Teststation ;
tionen SwitchPlates tionen
Wi SwitchPlates

Testmethode

USP-Methode 1 (Hubhéhe 14 +/- 2 mm)

USP-Methode 2 (Hubhéhe 3 +/- 0,2 mm)

USP-Methode 1 + 2*

Schnelle Installation der SwitchPIa{E"""'

Die Installation einer SVM Il SwitchPlate ist ein
zweistufiger Prozess - zuerst wechseln Nuzer-
Innen die Platte auf dem SVM II, indem er sie
mit 6 kleinen Schrauben befestigt. Der nach-
ste Schritt erfolgt im Konfigurationspanel - der
Aktivierungscode muss eingegeben werden,
welcher Teil des Kaufs einer SwitchPlate ist.
Dadurch wird die spezifische SwitchPlate in der
TestAssist- und Report-Einstellung des SMV I
aktiviert.

Der SVM Il wird mit einer kleinen Schnellstar-
tanleitung geliefert, die den Benutzer durch den
Prozess fluhrt.



Abmessungen und Daten

Innenhéhe, Breite,

. 761 mm x 390 mm x 497 mm
Tiefe

Hoéhe, Breite, Tiefe 841 mm x 472 mm x 594 mm

Gewicht 25 kg

Gerauschreduktion* | ca. 25 dB (A)

......
04102021

TestAssist = Running
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SVM I
SwitchPlates | Optionale Noise Box



TestAssist - Stampfvolumen testen einfacher denn je!

Der TestAssist ist ein umfangreicher, aber dennoch einfach
gehaltener Assistent zur schnellen Durchfiihrung von Stampf-
volumen Tests. Nutzerlnnen werden Schritt flr Schritt durch
die Parametrisierung gefiihrt, wobei Fehleingaben durch den
TestAssist verhindert werden. Sobald der Stampfvolumentest
lauft, gibt der Testbildschirm jederzeit alle wichtigen Statusin-
formationen Uber den Test wieder.

Bei dem Testen nach USP-Methoden fordert der TestAssist
Nutzerlnnen auf, die erforderlichen Werte einzugeben. Anschlie-
Bend berechnet er die Ergebnisse fiir die Stampfdichte, Haus-
ner-Faktor und Kompressibilitdtsindex vollstandig automatisch.

Mit Hilfe des intelligenten TestAssist, ist das Stampfvolumen-
testen so einfach und schnell wie noch nie!




TestAssi TIPP: USP Method
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Technische Daten

Hoéhe, Breite, Tiefe
Gewicht
Spannung
Sicherungen
Schutzklasse
Schutzart

Test Stationen

Unterstlitzte Methoden

Datenspeicherung
Anschliisse
Export

Umgebungstemperatur
wahrend des Betriebs

Lagerung und
Transporttemperatur

Relative Feuchtigkeit

SVM II

196,5 mm /300 mm / 326 mm
17 kg
115/230 V; 50/60 Hz
1A
IVEN 61140
IP 21/IEC 529
1 oder 2 Test Stationen mit 5 verschiedenen SwitchPlates

USP Methode 1: 300+15 Taps/min; Tap Hohe 14+2mm
USP Methode 2: 250+15 Taps/min; Tap Hohe 3+0.2mm
EP 2.9.34 Schiittdichte und Stampfdichte von Pulvern
USP <1174> Pulverfluss
ASTM B527-15 Stampfdichte von Pulvern und metallischen Verbindungen
DIN EN ISO 787-11:1995 Allgemeine Prtifverfahren Pigmente und Fullstoffe

10 Berichte (vorlbergehend)
USB A/B, Ethernet, RS232

Netzwerkexport Uber externe Software (Export Manager) als XML / PDF

+10 °C bis +30 °C

+5 °C bis +40 °C

25-80 % nicht kondensierend

ERWEKA GmbH

Pittlerstr. 45
63225 Langen
Deutschland Fax:

E-Mail:  sales@erweka.com
Telefon:  +49 6103 92426-200
+49 6103 92426-999

Die Produktspezifi kationen sind ohne Gewahr
und kénnen ohne vorherige Vorankiindigung
geandert werden. v.1.2.1.23




